
 

 

ITI Electronic Mechanic 2nd Year Module 3 Basic SMD 1 

 

(1). Which is alternative to ceramic SMD IC packages? | िसरेिमक SMD IC पैकेज का 
िवकʙ Ɛा है? 

(A)   Glass packages | Ƹास पैकेज 

(B)   Plastic packages | ɘाİːक के पैकेज 

(C)   Metal packages | धातु पैकेज 

(D)   Fiber packages | फाइबर पैकेज 

Correct Answer : B 

 

(2). Which type of hot air pencil tip is used in SMD soldering? | SMD सोʒįरंग मŐ 
िकस Ůकार की गमŊ हवा पŐिसल िटप का उपयोग िकया जाता है? 

 

(A)   Oval type | ओवल टाइप 

(B)   Round type | राउंड टाइप 

(C)   Angled type | एंगʒ टाइप 

(D)   Fine / jet type | फाइन / जेट टाइप 

Correct Answer : C 



 

 

 

(3). What is the range of temperature setting on soldering work station for 
soldering SMD ICs? | सोʒįरंग SMD ICs के िलए सोʒįरंग वकŊ  ːेशन पर तापमान 
सेिटंग की सीमा Ɛा है? 

(A)   100°C to 200°C 

(B)   200°C to 250°C 

(C)   250°C to 280°C 

(D)   280°C to 400°C 

Correct Answer : C 

 

(4). What is the name of the defect caused due to ESD event? | ESD घटना के कारण 
उȋɄ दोष का नाम Ɛा है? 

(A)   Mechanical defect | यांिũक दोष 

(B)   Dripping defect | ढकेलने का दोष 

(C)   Latent defect | अŮकट दोष 

(D)   Tombstone defect | टो̱̭ːन दोष 

Correct Answer : C 

 

(5). What is the use of Bench top Ionisers? | बŐच शीषŊ Ionisers का उपयोग Ɛा है? 

(A)   To control moisture in atmosphere | वातावरण मŐ नमी को िनयंिũत करने के िलए 

(B)   To control ESD in work environment | काम के माहौल मŐ ESD को िनयंिũत करने 
के िलए 

(C)   To control voltage | वोʐेज को िनयंिũत करने के िलए 

(D)   To eliminate molecules | अणुओ ंको कम करने के िलए 

Correct Answer : B 



 

 

 

(6). What is the name of the IC package? | IC पैकेज का नाम Ɛा है? 

 

(A)   CQFP 

(B)   PQFP 

(C)   BQFP 

(D)   LQFP 

Correct Answer : C 

 

(7). What is the type of SMD IC package? | SMD IC पैकेज के Ůकार Ɛा है? 

 

(A)   LCC 

(B)   PLCC 

(C)   MLCC 



 

 

(D)   TSOP 

Correct Answer : A 

 

(8). Which SMD IC needs lead forming equipment to cut and bent into gull wing 
type? | कौन सी SMD IC को गूल िवंग Ůकार मŐ कटौती और झुकाने के िलए सीसा बनाने 
वाले उपकरण की आवʴकता होती है? 

(A)   TSOP 

(B)   FLAT Package | ɢैट पैकेज 

(C)   Pin grid array | िपन िŤड ऐरे 

(D)   Leaded chip carrier | लीडेड िचप कįरŊएर 

Correct Answer : B 

 

(9). Which technology is used to place the components directly on the printed 
circuit boards? | मुिūत सिकŊ ट बोडŘ पर घटको ंको सीधे रखने के िलए िकस तकनीक का 
उपयोग िकया जाता है? 

(A)   Solder Mount Technology | सोʒर माउंट ŮौȨोिगकी 

(B)   Surface Mount Technology | भूतल माउंट ŮौȨोिगकी 

(C)   Safety Metaphor Technology | सुरƗा ŝपक ŮौȨोिगकी 

(D)   Silicon multiplayer Technology | िसिलकॉन मʐीɘेयर ŮौȨोिगकी 

Correct Answer : B 

 

(10). What is the power rating of soldering iron used in electrical and electronics 
work? | इलेİƃŌकल और इलेƃŌ ॉिनƛ काम मŐ उपयोग िकए जाने वाले टांका लगाने वाले 
सोʒįरंग आयरन की शİƅ रेिटंग Ɛा है? 

(A)   15 to 35 watts | 15 से 35 watts 



 

 

(B)   40 to 65 watts | 40 से 65 watts 

(C)   75 to 100 watts | 75 से 100 watts 

(D)   85 to 135 watts | 85 से 135 watts 

Correct Answer : A 

 

(11). Which method is effective to control ESD, during manufacturing the devices? 
| उपकरणो ंके िनमाŊण के दौरान ESD को िनयंिũत करने के िलए कौन सी िविध Ůभावी है? 

(A)   Use helmet | हेलमेट का उपयोग करŐ  

(B)   Use metal chain | धातु चेन का उपयोग करŐ  

(C)   Use ESD wrist strap | ESD कलाई का पǥा का उपयोग करŐ  

(D)   Use tables | टेबʤ का उपयोग करŐ  

Correct Answer : C 

 

(12). What is the name of the device? | िडवाइस का नाम Ɛा है? 

 

(A)   Microcontroller | माइŢो कंटŌ ोलर 

(B)   Signal generator | संकेत उȋादक यȸ 

(C)   SMD workstation | SMD कायŊ कŐ ū 



 

 

(D)   Insulation tester | इɌुलेशन परीƗक 

Correct Answer : C 

 

(13). What is the purpose of bumpered corners of Bumper Quad Flat Pack? | बɼर 
Ɠाड ɢैट पैक के बɼर कोनो ंका उȞेʴ Ɛा है? 

(A)   Prevent Vibration | कंपन को रोकŐ  

(B)   Dissipate heat | उˆा नʼ करना 

(C)   Protects the IC leads | IC लीड की रƗा करता है 

(D)   Gives mechanical strength | यांिũक शİƅ देता है 

Correct Answer : C 

 

(14). How does the desoldering braid removes the molten solder from the joint on 
the PCB? | डीसोʒįरंग Űैड PCB पर जोड़ से िपघला Šआ ɢƛ कैसे िनकालता है? 

(A)   By capillary action | केिशका िŢया Ȫारा 

(B)   By heating the joint | जोड़ को गमŊ करके 

(C)   By hardening the solder | सोʒर को सƢ करके 

(D)   By increasing the temperature | तापमान मŐ वृİȠ करके 

Correct Answer : A 

 

(15). What is the full form of SOIC? | SOIC का पूणŊ ŝप Ɛा है? 

(A)   Surface Optimized Internal Circuits | Surface Optimised Internal Circuits 

(B)   Small Outline Integrated Circuits 

(C)   Service Outline Internal Circuits 

(D)   Solder Oriented Integrated Circuits 



 

 

Correct Answer : B 

 

(16). What is called ‘tinning’ in soldering? | टांका लगाने मŐ ഻िटिनंग഻ Ɛा है? 

(A)   Clean the tip of the iron | लोहे की नोक को साफ करŐ  

(B)   Change the tip of the iron | लोहे की नोक को बदलŐ 

(C)   Melt a little solder on the tip of the iron | लोहे की नोक पर थोड़ा ɢƛ िपघलाएं 

(D)   Remove the tip of the iron | लोहे की नोक को हटा दŐ  

Correct Answer : C 

 

(17). What is the name of SMD tool? | SMD उपकरण का नाम Ɛा है? 

 

(A)   90° forming tool | 90° बनाने का उपकरण 

(B)   Monocle magnifier | मोनोकोल आवधŊक 

(C)   Heated tweezers | गरम िचमटी 

(D)   Soldering pumps | सोʒįरंग पंप 

Correct Answer : C 

 



 

 

(18). What is the acceptable resistance value limit for the ESD wrist strap? | ESD 
įरː Ōː ेप के िलए ˢीकायŊ Ůितरोध मूʞ सीमा Ɛा है? 

(A)   1Ω 

(B)   1 KΩ 

(C)   1MΩ 

(D)   10MΩ 

Correct Answer : C 

 

(19). What is the full form of SMT? | SMT का फुल फॉमŊ Ɛा है? 

(A)   Specific Multipin Technology 

(B)   Small Metalized Technology 

(C)   Surface Mount Technology 

(D)   Solder Mount Technology 

Correct Answer : C 

 

(20). What is the full form of PGA used in SMD IC package? | SMD IC पैकेज मŐ 
Ůयुƅ PGA का पूणŊ ŝप Ɛा है? 

(A)   Package Grid Array 

(B)   Pin Grid Array 

(C)   Perfect Grid Array 

(D)   Popular Grid Array 

Correct Answer : B 

 

 


